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关于深圳证券交易所 

《关于对深圳丹邦科技股份有限公司2017年年报的问询函》 

专项说明 

深圳证券交易所： 

关于贵所下发的《关于对深圳丹邦科技股份有限公司2017年年报的问询函》（中小

板年报问询函【2018】第421号）之问题中的内容，本所经过认真核查，作出如下专项

说明： 

 一、你公司2017年度计入当期损益的政府补助金额为2,616.28万元，同比增加

735.29%，请你公司补充披露上述政府补助发生的背景、原因以及相关会计处理，并说

明会计处理是否符合《企业会计准则》的规定。请年审会计师发表专业意见。 

回复： 

1、基本情况 

公司之全资子公司广东丹邦科技有限公司（以下简称“广东丹邦”）承担了“极大

规模集成电路制造装备及成套工艺”（以下简称02专项） 国家科技重大专项“三维柔

性基板及工艺技术研发与产业化”项目（项目编号：2011ZX02710），并与由北京市经

济和信息化委员会、上海市科学技术文员会组建的专项牵头组织单位专项实施管理办公

室签订了任务合同书。任务合同书中对项目研究内容、成果、知识产权、技术指标及研

发经费来源等均进行了约定。 

2017年4月，专项实施管理办公室组织专家组对广东丹邦承担的02专项课题项目进

行了整体验收。包括任务指标验收、财务验收两部分。验收结果表明广东丹邦完成了任

务书规定的研发内容，各项技术指标、产业化销售指标、知识产权指标、人才队伍建设

及平台指标等均达到任务书考核要求。同时财务验收明确了审定金额、已拨付金额及待

拨付金额。并于2018年3月取得重大专项实施管理办公室出具的国家 02 专项项目证明。 

2、会计师意见 

根据《企业会计准则第16号—政府补助》的相关规定，政府补助同时满足下列条件



3 
 

时，才能予以确认：（一）企业能够满足政府补助所附条件；（二）企业能够收到政府

补助。同时，根据上市公司执行企业会计准则监管问题解答，中国证券监督管理委员会

会计部函[2013]232号中是否可以按照应收确认政府补助的解释，对期末有确凿证据表

明能够符合财政扶持政策规定的相关条件且预计能够收到财政扶持资金时，可以按应收

金额计量。 

上市公司之全资子公司广东丹邦承担的02专项课题项目研究，已经专项实施管理办

公室整体验收，满足取得政府补助所附条件；同时根据任务合同书约定、相关文件要求

（《财政部关于下达“极大规模集成电路制造装备及成套工艺”科技重大专项2011年预

算的通知》（财教[2011]179号）、《关于02专项2011年度项目立项批复的通知》

ZX02[2011]003号）、专项实施管理办公室验收证明文件、历史拨付款及对专项管理办

公的走访及函证情况综合判断，广东丹邦预计能够收到上述待拨付政府补助。 

综上，我们认为，02专项待拨付政府补助部分满足《企业会计准则第16号—政府补

助》的相关规定，企业应根据具体审核情况将待拨付政府补助划分为与资产相关和与收

益相关的政府补助。其中与资产相关的政府补助确认为递延收益，应在相关资产使用寿

命内按照合理、系统的方法分期计入损益；与收益相关的政府补助可直接计入当期损益。 

二、2017年末，你公司开发支出账面余额5,902.21万元，较期初增加50.85%，请说

明开发支出增长的原因，结合各个研发项目的具体进展说明本期资本化的判断依据以及

会计处理的合规性。请年审会计师发表专业意见。 

1、开发支出增涨的具体原因 

2017年度，公司在立足于自身主营业务技术水平提升的同时在产业链的上下游展开

了重点研究，主要集中在以下几个方向： 

1）主营业务相关研究 

主要集中在对FCCL、FPC、COF基板及COF产品的新工艺、新技术、新产品开展研究，

不断提升主营业务技术水平，保持传统核心技术竞争优势。布局了诸如“一种对柔性印

刷线路板起支撑加强作用的补强板技术”、“差分蚀刻法制作FPC 微细线路中各工艺流

程参数的组合优化”以及“FCCL 涂布法生产中涂层厚度的影响因素研究”，“激光开

槽法制作FPC 嵌入式微细线路技术研究”等项目。研究更先进的工艺技术，不断突破传
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统工艺制作微细线路的工艺极限及封装水平，进一步提升产品关键性能指标，保持先进

性，更好地适应当今电子产品小型化、薄型化、轻量化的发展趋势。 

2）功能型PI膜及其深加工产品（PI碳化膜）相关研究方向。 

PI膜是公司主营业务产业链上游最重要的原材料，实现关键原材料的自产，一方面

可以降低生产成本、显著提高利润率，另一方面还可以通过外销形成新的收入、利润增

长点。2017年度，公司在通用型PI膜生产的基础上，继续向PI膜功能化方向展开研究，

不断丰富PI膜产品的品种、扩大应用领域，满足市场多元化需求。布局了诸如“黑色聚

酰亚胺薄膜制备工艺开发”、“耐电晕聚酰亚胺薄膜制备工艺开发”以及“微电子级超

薄（12.5μ m以下）聚酰亚胺薄膜技术”等功能型PI膜研发项目，这些项目产品在光学、

电子电工、航空航天等领域都有着广阔的应用前景。 

依托公司自产化学法微电子级PI膜的优势，通过高分子烧结法制备PI碳化膜产品，

实现柔性多层石墨烯结构的量子碳基薄膜材料，其优异的导热、导电、导声及电池屏蔽

与隐身等性能，将在柔性半导体器件、芯片高效散热、柔性显示、柔性太阳能发电等领

域大放异彩。开展PI碳化膜方面的研究，同时为未来的产业化布局提供技术储备，是公

司前瞻性研究的一个重点方向，为此布局了诸如“柔性多层（量子）碳基薄膜材料”以

及“卷状连续石墨烯膜自动化生产工艺开发”等项目，对PI碳化膜的自动化生产工艺、

能隙开启与调控以及复合材料等方面展开专门的研究，拓宽新材料的应用领域，抢占高

端材料制高点。 

2、2017年末研发项目具体进展情况 

序号 项目 研发内容 项目进展 

1） 
微细凹印涂布法中聚酰亚胺

膜厚的控制技术研究 

通过单因素实验法进行科学的实验设计，得到涂

布量与各因素之间的变化规律，为微细凹印涂布

生产中的涂布厚度的精准控制提供参数依据 

2017年末，该项目已结题验

收，并完成技术总结报告以

及专利申报等工作 

2） 
防离子迁移的组合物及制备

方法、无胶基材及制备方法 

提供一种防离子迁移的组合物及其制备方法，从

而提高聚酰亚胺膜的绝缘性能以及与金属层的剥

离强度，满足高密度挠性电路板对其无胶基材的

性能要求 

2017年末，该项目已结题验

收，并完成技术总结报告以

及专利申报等工作 

3） 
一种对柔性印刷线路板起支

撑加强作用的补强板 

提供一种对柔性印刷线路板起支撑加强作用的补

强板以及柔性印刷电路板，满足柔性基板连接电

子元件时对安装强度及耐热性的需求 

2017年末，该项目已结题验

收，并完成技术总结报告以

及专利申报等工作 

4） 
微电子级超薄（12.5μ m以

下）聚酰亚胺薄膜技术 

开发出具有自主知识产权的微电子封装级PI薄膜

核心技术并实现产业化。产品性能满足高频、高

2017年末，该项目已结题验

收，并完成技术总结报告以
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序号 项目 研发内容 项目进展 

密度柔性封装基板对材料的特性要求。 及专利申报等工作 

5） 
柔性多层（量子）碳基薄膜

材料 

开发出具有自主知识产权的柔性多层石墨烯（量

子）碳基半导体薄膜材料核心技术并实现产业化。

产品性能满足日益小型化、高发热量电子元器件

的散热需求，同时，实现石墨烯带隙的开启与调

控，具备半导体性能。 

2017年末，该项目已结题验

收，并完成技术总结报告、

专利申报以及样品开发等工

作 

6） 
柔性封装基板用碱显影感光

阻焊油墨技术 

改善现有技术的不足，提供一种FPC 用碱显影感

光阻焊油墨其硬度、显影能力、力学性能、耐化

性以及耐弯曲性等能充分满足现代微细线路FPC 

用阻焊油墨层的要求。 

2017年末，该项目已结题验

收，并完成技术总结报告以

及专利申报等工作 

7） 
柔性封装基板用化学镀镍磷

合金技术      

提供一种化学镀镍磷合金的镀液，以解决现有的

印制电路板镍磷合金层弯折性能差的技术问题 

2017年末，该项目已结题验

收，并完成技术总结报告以

及专利申报等工作 

8） 

差分蚀刻法制作FPC微细线

路中各工艺流程参数的组合

优化 

对差分蚀刻法制作FPC 微细线路中各工艺流程参

数进行组合优化，制作出理想线路外形且线路厚

度可控的微细线路FPC 

2017年末，该项目已经结题

验收，并完成技术总结报告、

专利申报以及样品开发等工

作 

9） 
基于LCP-PI薄膜的超薄芯片

制作及封装技术 

开发出芯片的减薄、拿持、转移、固定以及将超

薄芯片集成到柔性聚合物（LCP或PI）基板上/中

的技术。 

2017年末，该项目已经结题

验收，并完成技术总结报告、

专利申报以及样品开发等工

作 

10） 
有机胺类表面粗化液的配

方、改性及性能研究 

有机胺类表面粗化液的配方、改性及性能研究该

粗化液对PI薄膜表面粗化效果好并能有效地去除

薄膜表面油污及其他污渍。 

2017年末，该项目已结题验

收，并完成技术总结报告以

及专利申报等工作 

11） 
FCCL涂布法生产中涂层厚度

的影响因素研究 

FCCL涂布法生产中影响涂层厚度质量的因素分析

及解决方案。 

2017年末，该项目已结题验

收，并完成技术总结报告以

及专利申报等工作 

12） 
黑色聚酰亚胺薄膜制备工艺

开发 

提供一种黑色PI膜的制备方法。其制品表面黑色

均匀度高且两面光泽度一致，光泽度低，遮光效

果好。 

依据产品方案和工艺进行生

产试验，及对样品进行全面

性能测试阶段 

13） 
耐电晕聚酰亚胺薄膜制备工

艺开发 
提供一种耐电晕聚酰亚胺薄膜制备方法 

依据产品方案和工艺进行生

产试验，及对样品进行全面

性能测试阶段 

14） 
激光开槽法制作FPC嵌入式

微细线路技术研究 

开发一种制作柔性电子电路的新型技术，解决现

有生产工艺的局限性。 

依据产品方案和工艺进行生

产试验，及对样品进行全面

性能测试阶段 

15） 
原子层沉淀法（ALD)制备聚

酰亚胺柔性覆铜板技术 

将ALD法引入PI树脂基柔性覆铜板的制造，利用

ALD法的优势，克服传统涂布法工艺中存在的弊端 

依据产品方案和工艺进行生

产试验，及对样品进行全面

性能测试阶段 
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3、本期资本化的判断依据以及会计处理 

根据企业会计准则及相关规定，公司将开发项目划分研究阶段和开发阶段。其中：

1）研究阶段为获取并理解新的科学或技术知识等而进行的独创性的有计划调查、研究

活动的阶段。内部研究开发项目研究阶段的支出，在发生时计入当期损益。2）开发阶

段为在进行商业性生产或使用前，将研究成果或其他知识应用于某项计划或设计，以生

产出新的或具有实质性改进的材料、装置、产品等活动的阶段。内部研究开发项目开发

阶段的支出，归集于研发支出科目，符合条件的予以资本化，不符合资本化条件的计入

当期损益。在项目提交专利申请并取得受理函之日起转入“无形资产”科目分项目进行

明细核算。 

内部研究开发项目开发阶段的支出资本化的条件是： 

1）完成该无形资产以使其能够使用或出售在技术上具有可行性； 

2）具有完成该无形资产并使用或出售的意图；  

3）无形资产产生经济利益的方式，包括能够证明运用该无形资产生产的产品存在

市场或无形资产自身存在市场，无形资产将在内部使用的，能证明其有用性； 

4）有足够的技术、财务资源和其他资源支持，以完成该无形资产的开发， 并有能

力使用或出售该无形资产； 

5）归属于该无形资产开发阶段的支出能够可靠地计量。 

公司根据企业会计准则相关规定对内部研究开发项目的研究阶段和开发阶段进行

了严格的划分，会计处理符合企业会计准则的相关规定。 

4、会计师意见 

我们对公司账面研发项目执行了下述核查程序： 

1）了解公司与研发活动相关的内部控制，评价其设计的合理性，测试运行的有效

性。  

2）检查研发项目的基本资料，包括可行性研究报告、立项审批、测试报告等研发

过程控制资料；判断公司研发项目各阶段划分是否符合准则要求，对应会计处理是否正

确。 
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3）对各项目各研发阶段发生的研发费用结构进行分析，并结合项目控制资料分析

其费用结构的合理性。同时对研发费用在不同研发项目之间的归集和分配方法的合理、

合规性进行判断。 

4）检查公司对研发项目符合研发支出资本化条件的分析说明材料，评价说明材料

是否与研发项目基本资料中所涉及的相关内容是否一致。 

5）获取开发支出明细表，抽查各月支出中的职工薪酬、折旧等主要费用，并与相

关科目核对是否相符，核实主要费用的准确性。 

通过执行上述核查程序，我们认为，公司研发项目研究阶段、开发阶段的划分及相

关会计处理符合企业会计准则的相关规定。 

 

 

 

 

 

 

 

 

中国·北京 

二○一八年六月二十二日 

中国注册会计师： 

(项目合伙人) 
黄琼 

中国注册会计师： 綦东钰 

 




